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.COs para cglulas_de diafragma. Estos cambios surgen parc1g;f

Esta 1nwenc16n se relaciona con perxeccxonamien-
tos en celulas electrolitlcas. ' )

) MAs particularmente, la 1nvenc1on se. relaciona

con perfecc1onam1&ntos en células de dxafragma para la eleci'
trélisis de soluciones acuosas demluros.de metal alcalino.

£n los Gltimos akos, los &nodos de grafito para

las células electroliticas de diafragma han sido reemplazados

por anodos permanentes fabricados a partir de metales resic-
tentes al eiectrolito, tal como titanio., En el cago de‘énodds
de grafito consumible, ha sido normal conectar los extremos
inferiorés de los &nodos a barras conductoras de cobre o-fun~-
dir alternativamente en un bloque de plomo que forma parte
de la base de las .células. A continuacidn, se'aplica un re-

| vestimiento protector, tal como hormigdn o bitumen, para pro-

teger las barras conductoras o Eundicién de plomd del eféqto
corrosi?o de la.salmuera clorada durante la operacidn de la
célula. La introduccidn de 4nodos metélicos dotados de un-

revestimiento electrol1ticamente activo, se ha traducidn en

cambios 519n1£1cat1vos en el diseilo de los .conjuntos an6di* o

mente del hecho ‘de que los &nodos met8licos revestidos tienen |

una vida dg'trgbgjo éonsidera?lemenfe m&s larga que los ‘Anodos
de grafito comparables. Sin émbargoJ y mis importante aim, es
el hécho'de que mientras un 4nodo de .grafito se consuﬁe.Qu-
rante la opera&i&h de la céluia y ha de ser sustituido ﬁor'
un nuevo &nodq cuando se £finaliza su vida activa, ﬁh'énddOV‘

metéllco simplemente ha de qer revestido de nuevo cuando su

raveﬁtimiento elevtrorata11t1camvnte aotivo ha aluanﬁado el
t&rmino de su vida de Lrabajo. Por otra. pacvte, las téenicaq

moleaLa% ut1lizadas para proteger los medios de entrada de
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- micas, el titanio ha resultado ser el metal més adecuado para
~ 1a construcczén de tales bases de celulas. En dlcha construc— :

corriente para los &nodos de grafito no resultan adecuados
para los &nodos metilicos que tenian que ser facilmente sepd~-
rables de las cérulas para proceder ‘a su revestlmlento nueva-

ment ec

Al mismo tlempo, sin embargo, los medlos para
conducir corriente a 1os extremos inferiores a loé énodoe‘
metélicos, debfan proteqerqe todavia de los. efectos rorrosmé.
vos del electrolito. LA expcrlencia ha demostrado que, en el
caso de fnodos mﬂéélicos, se obtienen log mojores resultados’,
dotando a la célula de una base construida de un,metal que
es electricamente conductor y que, igualmente, no es atacado

por el electrolito usado en la celula. Por razones econd-

¢idn, los énodos metalicos se montan en uno de los lados de
la base de titanio y en el otro lado de la base se une unAéon}
ductor o conductores eléctricos, al objeto de conducir corriend

te a los &nodos metélicos,
|

Ejemplos de células de difragma équipa&aq cen
bases metllicas se describen en las patentes britanicaq ﬁﬁ»-
meros 1.125.493 y 1.127. 484. En ambos casos. los &nodos de -,

.0 L]

'

titanio revestidos se montan, de forma separable, sobre sa-

lientes que actuan como soporses anéd;cos y que estan acopla- T

dos a uno de los lados de una placa base de titanio. En el
lado inferior de la placa béﬁ;, cerca de los énodos metalicos,;

se disponen'mecanicamente y e ectrxcamente conductoreq de co-- ;'
bre, aluminio o acero. Se han descrzto_vapzos«métodos para.

llevar a cabo la unidn entre la placa base dé'titanio v lose

conductores de cobre, aluminio o acero, por ejemplo, ol con- ;'

duator puedc tener la forma de una lAmina simple de metal uni-
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da a toda la placa base o, alternativamente,'se-puedé unir
una serie de tiras paralelas del metal conductor a la super-
ficie inferior de la placa base directamente por debajo de
los soportes anbdicos. Las placas conductoras de acero o co-
bre pueden ser revestidas con titanio proporcionando una in-
tercapa de metal o aleacidn promotoéa de la unibdn y laminan-
do los metales entre si. Alternativamente, los metales pue~
den ser unidos entre si mediante unibn explosiva. Igualmente,
se pueden unir entre si localmente mediante SOLQadura por re-
sistencia. En el caso que los conductores sean de cobré, se
prefiere soldar o broncesoldar los conductores a la placa
base de titanio. Por iltimo, cuando se utiliza aluminio como
mater1a1 conductor. la unién se puede efectuar vertléndo aluo

L)

minio Pundido sobre 1a base de titanic.

-

Segln la presente invencidn, se proporciona,

un conjunto anﬁdlco para una célula electrolitica, que compren

de una placa bg 5Q de un metal electricambnte conductor que

es resi%tente al electrolito usado en la célula, una plura-
lidad de &nodoq metéllcos montados y unidos en ‘contacto eléctri
co sobre la super£1c1e superior de la placa base y un miembro

RERSOE R . °

o miembros de entrada de corriente electrica y mecanicamente
unidos a'.la superficie 1n£erior de la pl;ca'base por medio

de unaipluralidaa dé esphrragos electricamente éonductores,‘
cada uno de los cuales est4 conectado, por soldadura en o
de los extremos. a - la superficie inferior de dicha placa base,
eqtando ‘conectados, en el otro extremo, med:.ante soldadura u
otro medio, al citado miembvo 0 miembros d@-entrada de corrien_
ta.

- Preferiblemente, dichos esplrragos se unen a la-

superficie-inferior de la placa base mediante soldadura por
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cibn a titamio. Alternativamente, pueden ser de cobre o acero.

los esp&rragos son-del .mismo materlal. los mlsmos se puedeﬂ '

frlccién ) soldadura por descarga de Capacltor.

El mxembro o mxembros de entrada de corriente
y los espérragos pueden ser de cualquzer mater1a1 electr1ca~
mente conductor adecuado, pero segun una forma. de reallzaclbn
preferida de la inven016n, los mismos don de alumlnio; que
resulta particularmento adecuado para la soldadura por fric-

Segin otra forma de realizacidén de la 1nvenc16n, se pueden
usar espérragos de titanio y, en éste casp, los mismos son
soldados por fricczﬁn. en uno de 1os extiemos, a;la superfi-
cie inferior de la placa base metalica-empernéndose, en los -
otros extremos de'los espirragos’ de titanlo, un miembro'é'hiem
bros de entrada de corriente de aluminio, cobre o acero. Svn e

embargo, si el miembro o m;embros de entrada de corriente. 'y

unirp Bacilmente, .por ejemplo mediante soldadura por Pusfén

* Préferiblemente, 1la superficie 3uperior de la
placa base met&lica estd dotada de una serié de miembros
soportes anddicos, paralelos, espaciados, de un mater1a1 que
es electricamente conductor y re51stegte a1 electrollto usaj,,
do én 1a célula,.soldindose los &nodos a dichos miembroilébrv.

porte.
-Alternativamente, los &ﬁodosApueden ser solda- !
dos directamente a la superficie superior de la placa base

metélica.

“tn otra forma de realizacibn de 1a invencidn,
los miembros sopnrté anbd icos puedéh tener La forma de filas -
de espirragos o ¢olumnas espaciadas que pueden ser soldadas
por Priccién o por descarga de capacitor a la superficie su-
perior de la placa base metllica. Alternativamente, los miemw
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bros soporte anédicbsrpueden tener 1la éo:ma de salieates que
pueden ser montados.sobre la placa base metilica mediante

técnicas de soldadura mis convencionales.

. ‘ffgn adicidn, y preferiblemente, la placa base
y los miembros soporte anddicos se fabrican a partir de tita-
nio. Sin embargo, se pueden usar también téntalo o niobio.

Son también adecuadas las aleaciones de ios metales citados.

Los 4nodos se fabrican pfeferiblemente a partir

de titanio o de una aleacibn a base de titanio que tiene pro=-

piedades de polarizacién ‘anddica sémilaves a las del t1tanlo.
Los énodos pueden ser dotadov de cualqulera de los revesti—
mlentos electrocatalitlcamente activos conocidos en la téc—-
nica. Por eqemplo. se pueden emplear revestimientos a basee'
de un 6xido de un metal del grupo del platino, por e;empln "

éxido de rutenzo. Alternativamente. el revestimiento pu,edp'~

comprender un metal del grupo del platino o aleacmoneq de
los mismos, por ejemplo platino o platino-iridio respectivaw
mente, ’ ‘

-

Los miembros de entrada de corriente que se -’
unen a la superficie inferior de la placa base met&lica,: s6n
de.un metal de conductividad eléetrica supermor a la que posee

la placa base y, como antes se ha mencionado, se Babrlcan pré |

feriblemente a partlr de cobre, aluminio o acero,

El miembro de entrada de corriente puede tener _

.la forma de una ismina simpie de metal unida, por medio de

espérragos! a teda la superficie inferior de 1a placa base.

0, alternativamente, puede tener la forma de una serie de ti- !

ras paralelas, unidas por medio de espérragos,  a la supér—.

"Picie inferior de la placa bage metllica directamente por de~

bajo de los &riodos o de los miembrog soporte -anblicos, segin
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 sea el caso.

1 vicio.

| citor, segln la invencidn.

El miembro o miembros de entrada de corriente
pueden ser de una seccibn transversal conica. que dismmnuye en |-
la direccidn en la cual decrece la corrlente. '

Bs preferible que 1os,$nodos.se monten de forma’
no separable sobre los miembros soporte anddicos, paralelos,
espaciados, mediante soldadura, ya que esta téenica proporclo«.
na una unidén con menos tendencia a estropearse durante el ser-

La presente 1nvenc16n proporcxona también una .

OQ’b'

célula electrolitica dotada de un condunto -anddico como el des

i
. -

crito anterioruente. : ~ e

1. . .

A conxinuaaz&n se describiran formas de reali-
zacibn de la invenci&n, quplemente a modo de ejemplo, hac1en».
do referencia a los dibujos adjuntos. en los cualess

La figura 1 es una vista esquemitica de un con-
junto anddico soldado por friccibn segun la 1nvenc16n, mos«
trindose solo dos grupos de &nodos al objeto de . aclarar 1a
figura; '

La figura 2 es una vista en ‘alzado frontal de
una parte del conjunto anddico de la fxgura 13

La figura 3 es una vista en alzado lateral de
una parte del conjunto dnbdicp-de la figura 1} y S ' i
La Figura 4 es una vista evquomﬁtiéa de un cof-

Junto anbdico soldado con eqp&rraqoq por deqcarqa d» capa-

Con referencia a las figuras 1 a 3 de los dibu-
Jjos, una pluralidad de 4nodos laminares 1, fabrlcados a parw
tir de.titanio, y dotados de un revestxmlento electrocata11~

ticamente activo, estén soldados en éngulo a una serie de sa-
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lientes de soporte de &nodos de titanio, paralelos. vertlcal-

mente espac1ados, 2. Los &nodos 1 estén doblados en sus extre- 1

mos inferiores 3’ de modo que la soldadura de los anodos 1 a
1os salientes soporte 2 no deforme a las 1am1nas anéd1cq§.i

Los salientes soporte 2 estin soldados por arco de argon, a 1o -

largo de sus longitudes, a una'lamina de titanio 4 ﬁue'sirve>_
como placa base de la célula. La placa base de titanio 4 esth’
conectada a un mienbro de entrada de corriente en forma de. una

placa de aluminio ranurada 5 mediante una pluralidad de espé~

rragos de aluminio 6. Los espirragos de aluminio 6 estén soi~

dados por friccidm, en sus extremos superiores, al lado infe- |
rior de la placa base de titanio 4, En sus extremos inferio- -
res, 1os espérragos de aluminio 6 estén 1ntroduc1dos y solda~

dos manualmenxe en la placa de aluminio 5. Los espérragos ae
alumxnlo 6 yla placa de aluminic 5 sirven comc medios para -

proporcionar un flujo eléctrzco de baja resistencia entre Joqf?

4nodos 1 y una fuente de electricidad.

: Las barras conductoras de alumlnzo 7 est&n sol=-
dadas al 1ado inferzot de la placa de aluminio 5.-Fle3es o
flexmbles conectores (no mostrados) se encuentran a su vei g
conectados a las barras de aluminio 7 y a la Fuente de elec—r

trmc1dad. —

Con el fin de evitar 1a d1stors:on de los énodosj

1 durante la soldadura, los mismos se pueden proporcionar con

nervaduras por debajo del area revestida, La placa base. de ti=

tanio 4 puede estar dotada con bordes pendlentes al ob;eto de jf

ldar rigidez a 1a Placa. La placa base 4 eqté dotada de un

agujero o agujeros de desagile (no mostrados) El cdonjunto anbe '

' dico estd goportado convenientemente sobre una astructura de

acero dulce (no mostrada),
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Una importante ventaja del conjunto’ dnbdico
soldado en su totalidad, anteriormente descritoy consiste dn
que se pueden separar los 4nodos del conjunto con Pacilidad,

cortando simplemente 1la base del &nodo 1 libre del saliente
~ soporte 2. La técnica de soldadura del &nodo al miembro so-

porte es particularmente ventaJOSa en el caso de énodos que
no sean planos. s )

Seglin una forma de realizacibn'alternativa (1o
mostrada), la placa conductora de aluminio 5 se sustituye

- por conmectores de aluminio, paralelos, verticales, cada ung -

de los cuales estd soldado. a una fila de esp&rragos 6..

Con referencia a la Eigura 4, se muestra otro
dxseﬁo del conjunto anddico segfin la invencibn, en el cual

‘se ha utilizado la soldadura de espérragos por- descarga de )
' capacitor en lugar de la soldadura por friceibn., En este di—

sefio, una pluralidad de esparragos de aluminio 8,estan so1u~~

' dados por descarga de capacitor al lado inferior de la placa. '

base de titanio 9. 'Una pluralidad de conectores de: 18mins de f"
aluminio, delgados, 10, estan unidos a los extremos iibres 'i
de los espirragos 8 por medio de. soldadura en cbra por a*co .
de argon o mediante soldadura TIG estandar « La flexibllldad'

entre las filas de aspérragos 8 se conrigue por- los conec» ;

_tores laminares Pormados 10, La -flexibilidad. entre 108 &spﬁm';.

rragos individuales se puede conseguir formando bucles o
convolucioies en los conectores laminares entre 10s esphrras |
gos. Como resultado de esta construccibn de flexibilidad, la ;
pléca base de titanio 9 perménece libre:de distorsiones. dua‘f

"pante la fabricacidn y durante el servieio ulterior. Los .

&nodos de titanio revestidos 11 estén unidos a la superf1c1e N
superior de la placa base de titanio 9 por medio de los es-
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pérragos de titanio 12 que estin soldados por déécarga de éau
pacitor a la placa base 9. Los &nodos 11 estén conectados a
lo0s° extremos superior de los esp&rragos de titanzo 12 mediante
soldadura en obra por -arco de argon.

Descrita suflclentemente la naturaleza del inu
vento, asi. como la manera de realizarse en ia practica, debe

hacerse constar que las disposiciones anteriormente indxcadas~

son susceptibles de modlflcaclones de detalle en cuanto no
alteren su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

IS R

1.= Perfeccionamientos en la construcci6n de

conjuntos anddicos para células’ electrolitxcas, caracterizados

porque se dispone una placa base de un metal electricamente

conductor que es resistente al electrolito usado en.la Céiula;-

una pluralidad de-éubdos metélicos montados y wnidos en con~
tacto eléctrico en la superficie superiopr de la placa base; ~
y un mxembro o mzembros de entrada de corriente electrlca y -

mecanmcamente unidos a la superficie 1n£erlor de la placa bay-

se por riedio de una pluralidad de esparragos electricamente
conductores, cada uno de los cuales esté conectado, mediante
soldadura en uno de 10s extremos, a la super?icme inferior
de la placa base, estando conectados, en el ofro extremo vy
mediante soldadura u otro medio, al cltado miembro Q miembros
de entrada de corriente, '

2em Perfecclonamientos aegun 1a re1v1nd1cac16n

1, caracterizados porque dlchos esp&rragos e unen al lado xnr _'

ferior de la placa base mediante soldadura por frlcclén o

medlante soldadura de descarga de capacito'

. ; 'lelvindxcac16n
162, caracterzzados porque La placa base es de txtanio o-

i
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de una. aleacidn de titanio. . :.f o

4.- Perfeccionamientos segin cualquiera de las

.reivindicaciones anteriores, caracterizados porque 10% miembros
de entradade-corriente y'loslespérragos,son de cobre, alumiw

nio, acero o titanio, . e

" S4= ‘Perfeccionamientos segin cualqulera de las
re1v1nd1caciones anteriores, caracterizados porque. el mlembro
de entrada de corriente tiene la forma de uha’ 1$m1na simple, .
rigida, de metal, unida a los cxta&os espérragos o 1a forma de
una serie de tiras paralelas de metal asociadas cada una de
ellas con una fila de espérragos o la forma de una serie de *,f
léminas flexibles met&licas, delgadas. acociadas cada una de
ellas con una Pila de espérragos, '

6,~ Perfeccionamientos segﬁh’qﬁ&lquiera déllgéi'

| reivindicaciones anteriores, caracterizados porque la super—

ficie superior de la placa base metflica se proporcmona con
una serie de miembros soporte anbdicos, paralelos, espaczados,
de un material que es resistente al electrolito usado en ia
célula, y los $nodos se sueldan a dichos mienbros’ soporte.-

7.- Perfecc;onam;entos segiin 1a Yeivindicacién K
6, caracterizados porque los miembros soporte anddicos t:enen '
la forma de salientes o es pérragos de titanio.

8= Perfeccionamientos seqﬁn la raivindicacibn R
7, caracterizados porque los aqp&rragoq aon eoldados po¥ frice
cidn o por descarga de capacitor a 1a superficie superior

de la placa base metilica.

9.~ Perfeccionamientos segfin cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizados pordue,los &nodos se
sueldan directamente a la superficie superior de la placa
base metilica. ' s
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10.~ Perfeccionamientos en la con'truurlon de

conjuntos anddicos para células electroliticas; tal y como
queda sustancialmente descrito en la presente Memor;a, e
ilustrado en los dibujos adjuntos.

Bsta Memoria consta de 12 hojas escritas a mé-
quina por una sola cara.
_ Madrid, - 12 “é ?@ﬂ?
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED.

ACEBQ Y MOUDEY
adoi L, Guola Femiindey
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